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In der schnelllebigen Elektronik-
welt sind Unternehmen früher oder 
später von Qualitätsschwankungen 
ihrer Rohware betroffen. Nicht sel-
ten finden sogar noch Bauteile aus 
den 90ern in PLCC-Gehäusen, wie 
z. B. den SIEMENS SAB-Control-
lern oder Bausteinen in DIP-Gehäu-
sen, den Weg auf Leiterplatten der 
Industriebereiche Anlagenbau, Medi-
zin oder Militär. Dabei zeigt sich, 
dass insbesondere ältere Bauteile 
überwiegend aus Quellen mit nicht 
langzeit-tauglichen Lagerprozes-
sen stammen. Häufig anzutreffen 
sind daher Oxidationen oder orga-
nische Verunreinigungen an den 
Oberflächen der Bauteilpins, wel-
che die Lötbarkeit signifikant ver-
schlechtern und somit ein Prozess-
risiko darstellen. Um die Lötbarkeit 
und damit die sichere Verarbeitbar-
keit von Bauteilen oder auch Leiter
platten wiederherzustellen ist eine 
hochpräzise Reinigung der Kom-
ponenten als zusätzlicher Pro-
zessschritt notwendig.

Klassische Ansätze
der Elektronikindustrie zur Wie-

derherstellung der Lötbarkeit 

bestehen im Einsatz von lösungs-
mittelhaltigen Flüssigkeiten und 
Chemikalien. Neben Umwelt- und 
Wirtschaftlichkeitsaspekten wie 
beispielsweise der Entsorgung ggf. 
umweltschädlicher Emulsionen oder 
anschließend zusätzlich benötigter 
Trockenschritte, ist hierbei insbe-
sondere die rückstandsfreie Ent-
fernung der Reinigungsflüssigkeiten 
problematisch. 

HTV-revivec
ermöglicht eine effektive Reini-

gung elektronischer Komponenten 
von Rückständen und Oxidschich-
ten mittels Spezialverfahren.

Das Spezialverfahren bietet, 
im Gegensatz zu den herkömm
lichen Möglichkeiten zur Erhöhung 
der Benetzungskräfte und damit 
Wiederherstellung der Lötbarkeit, 
einen deutlich prozesssicheren und 
kostensparenden Lösungsansatz. 

Durch spezielle Reinigungsre-
zepturen ist es möglich, die Löt-
barkeit von elektronischen Bau-
teilen oder Leiterplatten signifikant 
zu erhöhen ohne auf aufwändige 
chemische Reinigungsverfahren 
zurückgreifen zu müssen, welche 
nicht immer rückstandsfrei zu ent-
fernen und darüber hinaus nicht aus
reichend spaltgängig sind.

Mit dem Spezialverfahren wer-
den die unerwünschten Schichten 
aufgebrochen und entfernt. Durch 
die selektive Wirkung lediglich 
an der Oberfläche besteht keine 
Gefahr, Bauteile oder Leiterplatten 
zu beschädigen. Auch besonders 
hartnäckige organische Verunrei-
nigungen können durch spezielle 
hochselektive Reinigungsrezep-
turen in ihrer Bindung geschwächt 
und anschließend in einem zwei-
ten Prozessschritt entfernt werden.

Wiederherstellung der Lötbarkeit 
elektronischer Komponenten mittels 
Spezialverfahren
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Stark verunreinigtes Bauteil vor und nach der Behandlung mit dem revivec-Verfahren

Vergleich der Benetzungskräfte von mit revivec behandeltem Bauteil 
(blaue Kurve) mit unbehandeltem Rohbauteil (rote Kurve)
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Schonend wie eine 
Vakuumtrocknung

Während des Verfahrens wird 
zusätzlich eine Trocknung erzielt, 
die ähnlich schonend wie eine 
Vakuumtrocknung bei reduzierter 
Temperatur ist. Damit entsteht kein 

unerwünschter Feuchtigkeitsein-
trag, der bei der Bestückung zum 
Popcorneffekt führen könnte. Durch 
das angewandte Niederdruckver-
fahren erfolgt die Reinigungswir-
kung zuverlässig bis in jeden Win-
kel des Bauteils oder der Leiter-
platte und reinigt so auch dort, wo 

konventionelle Reinigungsansätze 
scheitern. Je nach Verunreinigung 
lässt sich das Verfahren in einem 
mehrstufigen Prozess parametrie-
ren und auf die ideale Reinigungs-
wirkung für den Kunden anpassen.

revivec verbessert damit die Löt-
barkeit falsch gelagerter Bauteile 
und Leiterplatten. Ziel sollte es den-
noch sein, den Verlust der Lötbar-
keit durch ungeeignete Lagerpro-
zesse erst gar nicht entstehen zu 
lassen und die Alterungsprozesse 
auf dem Halbleiterchip zu stop-
pen. Hierfür bietet die Firma HTV 
das weltweit einmalige Lagerver-
fahren TAB (Thermisch-Absorp-
tive-Begasung) an, welches durch 
Vermeidung bzw. starke Reduktion 
der Alterungsprozesse die Einlage-
rung elektronischer Komponenten 
unter Beibehaltung voller Funktio-
nalität und Verarbeitbarkeit für bis 
zu 50 Jahre ermöglicht. 

Fazit:
Eine gute Lötbarkeit elektroni-

scher Bauteile und Leiterplatten 

ist für den weiteren Verarbeitungs-
prozess unabdingbar. Oxidationen 
oder Verunreinigungen, häufig das 
Resultat nicht fachgerecht gelager-
ter Ware, setzen die Benetzungs
fähigkeit deutlich herab. Als Folge 
zeigen sich nicht oder nur sehr 
schlecht verlötete Bauteile, die zu 
Ausfällen ganzer Baugruppen füh-
ren können. Solch qualitativ unzu-
reichende Lötstellen resultieren häu-
fig auch in besonders kostspieligen 
verfrühten Ausfällen im Feld.

Mit dem Spezialverfahren revi-
vec kann die Lötbarkeit schonend 
und kostengünstig deutlich gestei-
gert werden, wodurch der Lötpro-
zess wieder die gewünschte Qua-
lität erreicht und kostenintensive 
Ausfälle vermieden werden. 

Um den Verlust der Lötbarkeit 
bereits im Vorfeld zu verhindern, er-
möglicht die HTV TAB-Langzeitkon-
servierung durch Vermeidung bzw. 
starke Reduktion der Alterungspro-
zesse den vollen Erhalt der Lötbar-
keit und damit der Verarbeitbarkeit 
für Jahrzehnte.  ◄

Schlechte Benetzung an BGA-Baustein mit mehreren Head-in-Pillow-
Defekten durch Oxidation

Dienstleistung


